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Dinn-Glas-basierte Sensorik zur Strommessung

Motivation

Chip-nahe und in Leiterplattenprozesse integrierbare
Stromsensorik kann auf Basis des Faraday-Effekts
realisiert werden. Sie ist daher nur mithilfe integrierter
photonischer Komponenten erreichbar. Diese Kompo-
nenten gibt es derzeit nur auf sehr kleinen Substraten,
wie Wafer-Level aus Silizium, Siliziumnitrid und Lithium-
niobat oder Komponentenhalbleitern fiir aktive optische
Funktionen und Laser. Die Nachteile sind eine einge-
schriankte spektrale Transmission und kostenintensive
Herstellungsprozesse. Eine Systemintegration auf
hoherer Ebene ist nur durch klassische elektronische
Aufbautechnik und optische Faserkopplung moglich.

Ziele und Vorgehen

Um obige und weitere Probleme zu 16sen, soll eine
dreidimensionale Optikintegration verschiedener
optischer Funktionalititen in Glasfolien entwickelt
werden. Dies geschieht durch die Kombination zwei
unterschiedlicher Herstellungsprozesse (fs-Laser-
Schreiben und Ionenaustausch) sowie durch KI-unter-
stiitzte Designprozesse. Zudem werden angepasste
Aufbau- und Verbindungstechniken entwickelt, was
im Rahmen der Realisierung zweier Diinn-Glas-basierter
Sensoren zur Strommessung und zur Dichtemessung
von Wasser erfolgt.

Innovation und Perspektiven

Die Innovationen dieses Projektes ermdglichen neue
Sensorkonzepte fiir sensible Umgebungen, die in unter-
schiedlichsten Branchen, wie Energie, Infrastruktur,
Umwelt- und Meeresforschung genutzt werden kdnnen.
Es ergeben sich Verwertungschancen im Hinblick auf
Transfers und Lizenzen sowie iiber die wirtschaftliche
Nutzung der beiden im Projekt angestrebten Sensoren
durch die beteiligten Unternehmen.
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